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1. はじめに

WDM関連の光デバイスや光部品が急増している。これに伴

い，生産性，品質，省スペース等をより意識した量産対応の製

造装置が必要となってきている。当社では上記WDM関連製品

の製造設備の開発を行っており，組立て装置に対しては

・製品のタクトを上げること

・これらの製品部品を傷付けたりゴミ等を付着させないこと

・光部品の光軸を精密に調芯・固定できること

検査装置に対しては

・高密度に検査できること

を目標に開発を行っているが，当社は光半導体の製造メーカ

ーであるので，装置の専業メーカーでは得にくいノウハウが装

置に盛り込めていると蒔琶2工程からなる素子分離作業を，1台の全自動素子分離

装置で統合し，作業の効率化と歩留りの大幅な向上を図った。

装置の全景を写真1に示す。本装置は画像処理により分離位置

を決定する機構，傷入れ機構，劈開機構の3つの機構から構成

されている。バーをセット部に並べ，素子分離ステージにセッ

トし，スタートボタンを押せば，後は自動的に素子分離を行う。








